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(57) Abstract: The invention relates to a method for production of an electronic assembly (27), comprising a printed circuit board
(29) with at least one electronic component (9, 13), in which, first of all, at least one electronic component (9) is mounted on a
conductive film (1) at contact-making points (11), wherein the active side of the at least one electronic component (9) points in the
direction of the conductive film (1) and the contact-making points (11) are arranged at contact-making locations on the active side
of the electronic component (9). The conductive film (1) with the at least one electronic component (9, 13) attached to it is then
laminated onto a printed circuit board mount (17), wherein the at least one electronic component (9, 13) points in the direction of
the printed circuit board mount (17). Finally, a conductor track structure (25) is formed by structuring the conductive film (1). The
invention also relates to an electronic assembly.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe (27), umfassend eine Leiterplatte (29) mit
mindestens einem elektronischen Bauelement (9, 13), bei dem zunéchst mindestens ein elektronisches Bauelement (9) mit Kon-
taktierungspunkten (11) auf einer leitfdhigen Folie (1) befestigt wird, wobei die aktive Seite des mindestens einen elektronischen
Bauelements (9) in Richtung der leitfdhigen Folie (1) weist und die Kontaktierungspunkte (11) an Kontaktierungsstellen auf der
aktiven Seite des elektronischen Bauelements (9) angeordnet sind. Danach wird die leitfahige Folie (1) mit dem mindestens einen
daran befestigten elektronischen Bauelement (9, 13) auf einen Leiterplattentrager (17) auflaminiert, wobei das mindestens eine
elektronische Bauelement (9, 13) in Richtung des Leiterplattentragers (17) weist. Abschliefend wird eine Leiterbahnstruktur (25)
durch Strukturieren der leitfahigen Folie (1) ausgebildet. Weiterhin betrifft die Erfindung eine elektronische Baugruppe.
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Beschreibung

Titel
Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe, um-
fassend eine Leiterplatte mit mindestens einem elektronischen Bauelement sowie eine elekt-

ronische Baugruppe gemill dem Oberbegriff des Anspruchs 11.

Um eclektronische Bauelemente, die in elektronischen Baugruppen auf Leiterplatten einge-
setzt werden, verkapseln zu konnen und um die Fliachennutzung auf dem elektronischen
Schaltungstriger zu steigern, ist es bekannt, die elektronischen Bauelemente in der Leiter-
platte aufzunehmen. Hierdurch ist ein Schutz der elektronischen Bauelemente moglich. Aus
US-B 6,512,182 ist es zum Beispiel bekannt, in ein Leiterplattensubstrat Aufnahmen einzu-
frasen, in welche die elektronischen Bauelemente eingelegt werden. Nach dem Einlegen der
elektronischen Bauelemente werden die Aufnahmen aufgefiillt, anschlieBend geglattet und
iiberlaminiert. Durch das Einbetten der elektronischen Bauelemente ldsst sich eine glatte

Oberflache der elektronischen Baugruppe erzielen.

Nachteil dieser Baugruppe ist es, dass zunidchst Aufnahmen in das Leiterplattensubstrat ein-
gefrast werden, in welches die elektronischen Bauelemente eingesetzt werden. Fine exakte

Positionierung der elektronischen Bauelemente ist auf diese Weise nur schwer moglich.

Aus DE-A 10 2005 003 125 ist ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Schaltung
bekannt, wobei die Schaltung elektrische Bauelemente aufweist, die mechanisch durch eine
Vergussmasse miteinander verbunden sind. Auf mindestens einer Seite der Vergussmasse ist
mindestens eine Schicht Leiterbahnen vorgesehen, die die Bauelemente elektrisch miteinan-
der verbindet. Zur Herstellung der Schaltung werden die Bauelemente auf einer Trigerfolie
aufgebracht und anschliefend mit einer Vergussmasse umgossen. Daran anschlieBend wird
die Trigerfolie entfernt und auf der Seite, auf der die Bauelemente mit der Trigerfolie ver-
bunden waren, werden ein oder mehrere Schichten von Leiterbahnen aufgebracht, die die

Bauelemente elektrisch miteinander verbinden.
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Nachteil dieses Verfahrens ist es, dass die Triagerfolie riickstandsfrei entfernt werden muss,
um eine funktionsfdhige Anbindung der elektrischen Schaltung zu erzielen.

Ein weiterer Nachteil der aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren ist, dass auf-
grund der Leiterplattenstruktur die Bestlickfliche auf der Leiterplatte begrenzt ist. Zudem
sind die Anschliisse teilweise relativ lang, was bei Anwendungen im Bereich hoher Taktfre-

quenzen nachteilig ist.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgeméfie Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe, umfas-
send eine Leiterplatte mit mindestens einem elektronischen Bauelement, umfasst folgende
Schritte:

(a) Befestigen von mindestens einem elektronischen Bauelement mit Kontaktierungs-
punkten auf einer leitfahigen Folie, wobei die aktive Seite des mindestens einen elekt-
ronischen Bauelements in Richtung der leitfahigen Folie weist und die Kontaktie-
rungspunkte an Kontaktierungsstellen auf der aktiven Seite des elektronischen Bau-

elements angeordnet sind,

(b) Auflaminieren der leitfdhigen Folie mit dem mindestens einen daran befestigten  e-
lektronischen Bauelement auf einen Leiterplattentriger, wobei das mindestens eine e-

lektronische Bauelement in Richtung des Leiterplattentriagers weist,

(c) Ausbilden einer Leiterbahnstruktur durch Strukturieren der leitfahigen Folie.

Im Sinne der vorliegenden Erfindung sind die Kontaktierungspunkte kleine Erhebungen aus
einem leitfahigen Material, die an den Kontaktierungsstellen des elektronischen Bauteils
angebracht sind. Die Hohe der Erhebungen entspricht dabei dem Abstand, den das elektro-
nische Bauteil von der elektrisch leitfdhigen Folie einnehmen soll. Geeignete Kontaktie-
rungspunkte sind zum Beispiel Lotbumps oder Studbumps. Die Kontaktierungspunkte die-
nen gleichzeitig zur Ankontaktierung des elektronischen Bauelements an die elektrisch leit-
fahige Folie. Auf diese Weise werden kurze Anschliisse realisiert, die insbesondere bei An-
wendungen im Bereich hoher Taktfrequenzen vorteilhaft sind. Ein weiterer Vorteil ist es,

dass hierdurch das elektronische Bauteil schon wéhrend der Montage ankontaktiert wird,
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wodurch sich die Anzahl der Prozessschritte reduzieren ldsst. Ein weiterer Vorteil der An-

kontaktierung der elektronischen Bauteile mit den Kontaktierungspunkten ist, dass kein

Platz benétigt wird, oben liegende Anschliisse des elektronischen Bauelements mit der e-

lektrisch leitfahigen Folie zu verbinden. Auf diese Weise kann eine dichtere Bestiickung

erfolgen, woraus eine gesteigerte Flachennutzung resultiert.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass risikoreiche Mischtechniken, beispielsweise Loten, Kleben

und Drahtbonden, in der Fertigung vermieden werden.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgeméflen Verfahrens ist es, dass sich die elektronischen
Bauelemente durch das Befestigen auf der leitfahigen Folie exakt positionieren lassen. Beim
anschlieBenden Auflaminieren der leitfahigen Folie mit dem mindestens einen daran befestig-
ten elektronischen Bauelement auf einen Leiterplattentriger, wobei das mindestens eine
elektronische Bauelement in Richtung des Leiterplattentrigers weist, wird das mindestens
eine elektronische Bauelement vom Leitungstriager umschlossen. Hierdurch wird das Bau-
element vollstindig gekapselt. Durch die komplette Kapselung empfindlicher Bauelemente

wird eine hohe Zuverldssigkeit der elektronischen Baugruppe erzielt.

Weiterhin wird eine planare Ausgangsstruktur erzielt, wodurch reproduzierbare Hochfre-

quenz-Ubergiinge erzeugt werden.

Durch das Strukturieren der leitfahigen Folie nach dem Auflaminieren auf den Leiterplatten-
triger werden auf einfache Weise die notwendigen Leiterbahnen hergestellt. Eine schnelle

und kostengtinstige Fertigung der elektronischen Baugruppe ist hierdurch méglich.

In einer ersten Ausfihrungsform des erfindungsgemiflen Verfahrens weist die leitfahige
Folie eine isolierende Schicht auf. Das mindestens eine Bauelement wird auf der isolieren-
den Schicht befestigt, wobei die Kontaktierungspunkte die isolierende Schicht durchbrechen
und das Bauelement mit der leitfdhigen Folie kontaktieren. Die isolierende Schicht wirkt als
Dielektrikum und dient dazu, dass nicht die gesamte aktive Seite des elektronischen Bau-
elements auf der leitfdhigen Folie aufliegt.

In einer alternativen, besonders bevorzugten Ausfiihrungsform wird zum Befestigen des
mindestens einen elektronischen Bauelements Klebstoff auf die leitfdhige Folie aufgetragen.
Der Klebstoff wirkt als Dielektrikum zwischen der leitfdhigen Folie und dem mindestens
einen elektronischen Bauelement. Auch in dieser Ausfithrungsform kontaktieren die Kon-
taktierungspunkte das Bauelement mit der leitfdhigen Folie. Vorteil der Ausfiihrungsform,
bei der Klebstoff auf die leitfahige Folie aufgetragen wird, ist, dass eine Beschichtung der
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leitfahigen Folie nicht notwendig ist. Dies hat gegentiber der beschichteten Folie Kostenvor-

teile, da das Aufbringen von Klebstoft auf eine Folie kostengiinstiger ist als das Beschichten

einer Folie.

Zusitzlich zu den Bauelementen mit Kontaktierungspunkten ist es weiterhin méglich, dass
in einer Ausfilhrungsform auch mindestens ein weiteres elektronisches Bauelement ohne
Kontaktierungspunkte auf einer isolierenden Schicht oder einer Klebstoffschicht auf der
leitfahigen Folie befestigt wird.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wird das mindestens eine elektronische Bauelement
und gegebenenfalls das mindestens eine weitere elektronische Bauelement nach dem Befes-
tigen auf der leitfahigen Folie von einer Polymermasse umschlossen. Das Umschlieen des
mindestens einen elektronischen Bauelements mit der Polymermasse fiihrt zu einem zusétz-
lichen Schutz des Bauelements. Hierdurch wird auch bei empfindlichen Bauelementen die

Gefahr einer Beschéddigung deutlich gemindert.

Die Polymermasse, mit der das mindestens eine elektronische Bauelement und gegebenen-
falls das mindestens cine weitere elektronische Bauclement umschlossen wird, ist zum Bei-
spiel eine Niederdruckpressmasse, beispiclsweise eine Epoxy-Niederdruckpressmasse. Die
Niederdruckpressmasse wird zum Beispiel durch ein Spritzpressverfahren aufgebracht. In
der Polymermasse kénnen zusitzlich Platzhalter, zum Beispiel fir dickere Dielektrika, frei-
gehalten werden. Diese koénnen jedoch auch als Einlegeteile beim Umspritzen des mindes-

tens einen elektronischen Bauelements mit umspritzt werden.

Das Befestigen des mindestens einen elektronischen Bauelements und gegebenenfalls des
mindestens einen weiteren elektronischen Bauelements erfolgt vorzugsweise durch Aufkle-
ben. Hierzu ist es in der ersten Ausfithrungsform bevorzugt, dass die leitfahige Tragerfolie
eine Klebeschicht aufweist. Die Klebeschicht bildet dabei vorzugsweise gleichzeitig die iso-
lierende Schicht. Die leitfahige Folie ist dabei zum Beispiel eine selbstklebende leitfahige
Folie. Das Aufkleben kann durch Heil3- und Druckprozesse erfolgen. Dies ist zum Beispiel
auch ein HeiBBklebeprozess. In der zweiten Ausfiihrungsform erfolgt das Aufkleben des min-
destens einen Bauelements und gegebenenfalls des mindestens einen weiteren Bauelements
durch Auftragen von Klebstoff auf die elektrisch leitfahige Folie. Das Auftragen des Kleb-
stoffes kann dabei durch jedes beliebige, dem Fachmann bekannte Verfahren erfolgen. So ist
es zum Beispiel moglich, den Klebstoff in Form von Klebstoffpunkten auf die elektrisch
leitfahige Folie aufzutragen. Weiterhin ist es auch moéglich, die elektrisch leitfahige Folie

zum Beispiel mit einer Klebstoffschicht zu bestreichen. Vorzugsweise wird der Klebstoff
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jedoch in Form von Klebstoffpunkten an den Positionen, an denen elektronische Bauele-

mente angebracht werden, aufgetragen.

Die leitfahige Folie, die eingesetzt wird, ist zum Beispiel eine Kupferfolie, wie sie auch als
RCC-Material aus der Leiterplattentechnik bekannt ist. Weitere geeignete leitfahige Folien
sind beispiclsweise LCP-Folien oder PI-Folien. Als Metall eignet sich neben Kupfer zum

Beispiel auch Aluminium.

In einer bevorzugten Ausfithrungsform werden vor dem Aufbringen des mindestens einen
elektronischen Bauelements auf die leitfahige Folie in Schritt (a) Justagemarken in die leit-
fahige Folie eingebracht. Die Justagemarken sind zum Beispiel Locher oder Sacklocher mit
einem beliebigen Querschnitt. Diese kénnen zum Beispiel durch Atzen, Stanzen oder Boh-
ren in die leitfahige Folie eingebracht werden. Die Justagemarken werden dabei auf der dem
mindestens einen elektronischen Bauelement gegeniiberliegenden Seite der leitfahigen Folie
angebracht. Durch die Justagemarken lédsst sich auch nach dem UmschlieBen des mindestens
einen elektronischen Bauelements mit der Polymermasse bzw. nach dem Auflaminieren der
leitfahigen Folie auf den Leiterplattentrdger die genaue Position des mindestens einen elekt-
ronischen Bauelements und gegebenenfalls des mindestens einen weiteren elektronischen
Bauelements bestimmen. Dies ist zum einen fiir die Ausbildung der Leiterbahnstruktur er-
forderlich, zum anderen ist es fiir die Kontaktierung des mindestens einen weiteren Bauele-
ments, sofern ein solches ohne Kontaktierungspunkte aufgebracht wird, notwendig. Alter-
nativ eignen sich als Justagemarken zum Beispiel auch Bauelemente, mit denen die leitfahige
Folie bestiickt ist. An den Stellen, an denen die Bauelemente angeordnet sind, wird die leit-
fahige Folie vorzugsweise freigebohrt oder gerontgt, um die Bauelemente zu erkennen.
Daneben koénnen die Justagemarken selbstverstindlich auch jede andere, dem Fachmann

bekannte Form aufweisen.

Wenn weitere elektronische Bauelemente, die keine Kontaktierungspunkte aufweisen, auf-
gesetzt werden, werden an den Positionen, an denen das mindestens eine weitere elektroni-
sche Bauelement mit der leitfahigen Trigerfolie elektrisch kontaktiert werden soll, vor-
zugsweise Locher eingebracht. Zur Kontaktierung der leitfahigen Folie mit dem mindestens
einen weiteren elektronischen Bauelement werden die Locher zum Beispiel metallisiert. Das
Einbringen der Locher erfolgt zum Bespiel durch Laserbohren. Die Positionen, an denen die

Locher eingebracht werden, werden anhand der Justagemarken bestimmt.

Das Metallisieren der Locher, um einen Kontakt des mindestens einen weiteren elektroni-
schen Bauelements mit der leitfahigen Trigerfolie zu erzielen, erfolgt nach dem Fachmann

bekannten Verfahren. Das Metallisieren kann zum Beispiel durch stromlose Metallabschei-
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dung erfolgen. Die stromlose Metallabscheidung ist ein tibliches Verfahren, welches in der

Leiterplattenherstellung eingesetzt wird. Das Metallisieren der Locher erfolgt vorzugsweise

mit Kupfer.

Weitere Leiterbahnen lassen sich zum Beispiel dadurch aufbringen, indem auf die in Schritt
(c) strukturierte leitfahige Folie weitere Lagen, die Leiterbahnstrukturen enthalten, aufge-
bracht werden. Hierzu wird vorzugsweise zunichst ein Dielektrikum aufgebracht, durch
welches die in Schritt (c) ausgebildeten Leiterbahnen abgedeckt werden. Gleichzeitig erfolgt
hierdurch eine Isolierung der Leiterbahnen, damit kein unerwiinschter elektrischer Kontakt
mit den Leiterbahnen der nachfolgend aufgebrachten Schicht erfolgt. Daran anschlieBend
werden auf das Dielektrikum nach dem Fachmann bekannten Verfahren weitere Leiterbah-
nen aufgebracht. Die weiteren Lagen, die Leiterbahnen enthalten, kénnen alternativ auch
durch Aufbringen weiterer leitfahiger Folien auf die erste Lage und anschlieBendem Struk-
turieren der Folie zur Ausbildung von Leiterbahnen hergestellt werden. Die Folien umfassen
vorzugsweise eine klebende isolierende Schicht, mit der diese auf die Leiterbahnen aufge-

bracht werden.

Die Kontaktierung zwischen zwei Lagen mit Leiterbahnen erfolgt zum Beispiel durch Ein-
bringen von Léchern und anschlieBendes Metallisieren der Locher. Alternativ ist es auch
moglich, an den Positionen, an denen die Leiterbahnen der zweiten Schicht die Leiterbahnen

der ersten Schicht kontaktieren sollen, kein Dielektrikum aufzubringen.

Um beim Betrieb der elektronischen Baugruppe entstehende Wirme abzufiihren, ist es be-
vorzugt, dass das mindestens eine elektronische Bauelement nach dem Auflaminieren der
leitfahigen Folie auf den Leiterplattentridger in Schritt (b) auf der von der leitfahigen Folie
wegweisenden Seite mit einem Kiihlkérper kontaktiert wird, so dass der Kiihlkérper nach
dem Auflaminieren auf den Leiterplattentrager ebenfalls in der Leiterplatte integriert ist. Der
Kiihlkérper kann dabei jeder beliebige, dem Fachmann bekannte Kiihlkérper sein. So ist es
zum Beispiel moglich, dass der Kiihlkérper ein Metallkern ist. Im Betrieb gibt dann das e-
lektronische Bauelement an den Metallkern Wéarme ab, tiber den diese nach aulen abgege-

ben werden kann.

Durch das erfindungsgeméfle Verfahren ldsst sich eine kostengilinstige Verdrahtung und
Verkapselung erzielen durch den Einsatz von Prozessen auf vielen Modulen gleichzeitig.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die elektronische Baugruppe als Standard-Bauteil weiterverar-

beitet werden kann.
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Weiterhin betrifft die Erfindung eine elektronische Baugruppe, umfassend mindestens ein
elektronisches Bauelement, das mit einer Leiterbahnstruktur auf einer Leiterplatte verbun-
den ist. Das mindestens eine elektronische Bauelement ist in einem Leiterplattentriger ein-
gebettet und die Leiterbahnstruktur ist an der Oberflache der Leiterplatte angeordnet. Die
Kontaktierung des Bauelements mit der Leiterbahnstruktur erfolgt durch am Bauelement
angebrachte Kontaktierungspunkte. Neben der vorstehend schon erwéhnten kostengiinsti-
gen Verkapselung und damit hohen Zuverldssigkeit wird die teure Substrat- und Package-
technik, wie sie derzeit im Stand der Technik eingesetzt wird, ersetzt bzw. auf ein kleines
Bauelement reduziert. Zudem ist es bei der erfindungsgeméBen elektronischen Baugruppe
moglich, eine komplette Hochfrequenz-Schaltung auf einem Modul inklusive Antennen zu
konzentrieren. Die erfindungsgemél hergestellte elektronische Baugruppe kann als Stan-

dard-Bauteil weiterverarbeitet werden.

Die Kontaktierungspunkte sind vorzugsweise Lotbumps oder Studbumps. Weiterhin geeig-
net sind auch galvanisch hergestellte Bumps aus unterschiedlichen Materialien, z.B. Kupfer
oder Gold. Durch ein automatisiertes Aufbringen der Lotbumps oder Studbumps ist es
moglich, dass diese jeweils eine gleichmifige Hohe aufweisen. Hierdurch lésst sich ein

gleichmaBiger Abstand des elektronischen Bauelements von der leitfahigen Folie erzielen.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist die Leiterbahnstruktur in mehreren Lagen ausge-
bildet. Hierdurch ist eine gesteigerte Flachennutzung auf einem elektronischen Schaltungs-
trager moglich. Durch die zusitzlichen Lagen lésst sich die elektronische Baugruppe auf

engstem Raum mit Bauteilen bestiicken und kontaktieren.

Um gut Wirme abfiihren zu kénnen, die beim Betrieb der elektronischen Baugruppe ent-
steht, ist es bevorzugt, dass in der Leiterplatte ein Kiihlkorper enthalten ist. Als Kiihlkdrper
eignet sich zum Beispiel ein Metallkern, an den das mindestens eine elektronische Bauele-

ment metallisch angebunden ist.

Neben dem mindestens einen elektronischen Bauelement ist es auch méglich, dass die e-

lektronische Baugruppe ein oder mehrere mechanische Bauelemente enthilt.

Elektronische Bauelemente, die bei dem erfindungsgemifien Verfahren bzw. bei der erfin-
dungsgemill ausgebildeten elektronischen Baugruppe ecingesetzt werden, sind alle dem
Fachmann bekannten elektronischen Bauelemente, wie sie in der Leiterplattentechnologie
und Mikroelektronik verwendet werden. Auch als mechanische Bauelemente kommen alle

Bauelemente in Betracht, wie sie in der Leiterplattentechnologie eingesetzt werden.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Ausfithrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfol-

genden Beschreibung néher erldutert.

Es zeigen

Figuren 1-5 mehrere Schritte der Herstellung einer erfindungsgeméflen Vorrich-

tung in einer ersten Ausfiihrungsform,

Figuren 6-10 mehrere Schritte der Herstellung einer erfindungsgeméif3en Vorrichtung in

einer zweiten Ausfithrungsform.

Ausfuhrungsformen der Erfindung

In Figur 1 ist eine leitfahige Folie 1 dargestellt, die eine leitfahige Schicht 3 und eine isolie-
rende Schicht 5 umfasst. Die isolierende Schicht 5 ist vorzugsweise eine Klebschicht oder
ein Thermoplast, auf die elektronische Bauelemente aufgebracht werden kénnen. Auf der
Seite der leitfahigen Folie 1, auf der sich die leitfdhige Schicht 3 befindet, werden Justage-
marken 7 eingebracht. Die Justagemarken 7 kénnen zum Beispiel durch Atzen, Stanzen,
Bohren, beispiclsweise Laserbohren, in die leitfahige Folie 1 eingebracht werden. Weiterhin
ist es moglich, dass die Justagemarken 7 auch mit der leitfahigen Folie 1 verbundene Bau-
elemente sind, die freigebohrt oder durch Rontgenmikroskopie detektiert werden. Auch jede

andere, dem Fachmann bekannte Form fiir Justagemarken ist moglich.

Die leitfahige Schicht 3 ist vorzugsweise eine Metallschicht. Besonders bevorzugt als Metall

ist Kupfer.

In einem zweiten Schritt werden auf die isolierende Schicht 5 elektronische Bauelemente 9
aufgebracht. Dies ist in Figur 2 dargestellt. Das elektronische Bauelement wird mit seiner
aktiven Seite zur leitfahigen Folie 1 hin befestigt. Am elektronischen Bauelement 9 sind an
den Positionen, mit denen das elektronische Bauelement 9 mit der leitfahigen Folie 1 kon-
taktiert wird, Kontaktpunkte 11 angebracht. Die Kontaktpunkte 11 sind vorzugsweise Er-
hebungen oder Hocker aus einem elektrisch leitfdhigen Material. Bevorzugt sind die Kon-
taktpunkte 11 Lotbumps oder Studbumps. Neben dem elektrischen Bauelement 9 mit Kon-
taktpunkten 11 ist es weiterhin méglich, weitere elektronische Bauelemente 13, die keine
Kontaktpunkte 11 aufweisen, auf der isolierenden Schicht 5 der leitfahigen Folie 1 aufzu-

bringen. Neben elektronischen Bauelementen 9, 13 ist es auch méglich, dass auf die isolie-
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rende Schicht 5 der leitfdhigen Folie 1 mechanische Bauelemente aufgebracht werden. Die
clektronischen Bauclemente 9, 13 bzw. mechanischen Bauclemente, die auf die isolierende
Schicht 5 der leitfahigen Folie 1 aufgebracht werden, sind iibliche Bauclemente, wie sie im
Leiterplattenbau eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Chips, Prozes-
soren, Hochfrequenzbauteile, SMD-Komponenten, Antennenmodule, Kiithlkérper, MEMS
oder MOEMS.

Das Aufbringen der elektronischen Bauelemente 9, der weiteren elektronischen Bauelemen-
te 13 bzw. der mechanischen Bauelemente erfolgt vorzugsweise durch Aufkleben auf die
isolierende Schicht 5. Hierbei werden die elektronischen Bauelemente 9, 13 so auf die iso-
lierende Schicht 5 der leitfdhigen Folie 1 platziert, wie die elektronischen Bauelemente 9, 13
spiter in der elektrischen Schaltung angeordnet sein sollen. Es kdnnen auf einzelne oder alle
elektronischen Bauelemente 9, 13 zum Beispiel Kiihlkérper aufgebracht werden, um eine
erhéhte Wiarmeabfuhr wihrend des Betriebes der elektronischen Bauelemente 9, 13 zu ge-
wihrleisten. Die optional vorsehbaren Kiihlkérper werden hierbei auf der Seite der elektro-

nischen Bauelemente 9, 13 aufgesetzt, die der leitfahigen Folie 1 abgewandt ist.

Um eine Kapselung von empfindlichen elektronischen Bauelementen 9, 13 zu erzielen, ist es
moglich, diese mit einer Polymermasse 15 zu umschlieBen. Dies ist zum Beispiel in Figur 5
dargestellt. Die Polymermasse 15 ist zum Beispiel eine Epoxy-Niederdruckpressmasse. In
die Polymermasse 15 kdnnen, wenn erforderlich, zum Beispiel Platzhalter fiir dickere Die-
lektrika, die zum Beispiel fiir Antennen oder Kiihlkérper verwendet werden, umspritzt wer-
den. Das Umhiillen mit der Polymermasse 15 erfolgt zum Beispiel mittels eines Spritzpress-
verfahrens. Die Platzhalter konnen zum Beispiel als Vertiefungen oder Wannen ausgeformt
sein. Neben dem Spritzpressverfahren ist jedoch auch jedes andere, dem Fachmann bekann-
te Verfahren, einsetzbar, mit dem sich die elektronischen Bauelemente 9, 13 mit der Poly-
mermasse 15 ummanteln lassen. Zusitzlich hat die Ummantelung mit der Polymermasse 15
den Vorteil, dass ein Hohenausgleich bei Bauelementen 9, 13 mit unterschiedlicher Dicke
moglich ist. Dies ist vorteilhaft fiir den nachfolgenden Laminierprozess. Bauteile konnen
zudem auf abziehbarer Folie vorverkapselt werden und nach dem Abzichen der Folie auf die

leitfahige Folie 1 montiert werden.

Nach dem Aufbringen der elektronischen Bauelemente 9 auf die leitfdhige Folie 1 oder,
wenn die elektronischen Bauelemente 9, 13 von der Polymermasse umschlossen werden
sollen, nach dem Umschlieen der elektronischen Bauelemente 9, 13 mit der Polymermasse

15, wird die leitfahige Folie 1 auf Leiterplattenzuschnitt zugeschnitten.
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Nach dem Zuschneiden wird die leitfahige Folie 1 mit den darauf angebrachten elektroni-
schen Bauelementen 9, 13 und gegebenenfalls weiteren mechanischen Bauelementen, die
hier nicht dargestellt sind, auf einen Leiterplattentrager 17 auflaminiert. Dies ist in Figur 3
dargestellt. Bei der hier dargestellten Ausfiihrungsvariante ist die leitfdhige Folie 1 mit den
elektronischen Bauelementen 9, 13 auf den Leiterplattentrdger 17 auflaminiert worden, oh-
ne dass die elektronischen Bauelemente 9, 13 von der Polymermasse 15 umschlossen wor-
den sind. Erfindungsgemal wird aber auch die in Figur 5 dargestellte Ausfiihrungsform, bei
der die elektronischen Bauelemente 9, 13 von der Polymermasse 15 umschlossen sind, auf
den Leiterplattentriger 17 auflaminiert. Das Auflaminieren erfolgt dabei nach dem Fach-
mann bekannten Verfahren. Der Leiterplattentriager 17 wird erfindungsgemal derart auf die
leitfahige Folie 1 auflaminiert, dass die elektronischen Bauelemente 9, 13 oder die von der
Polymermasse 15 umschlossenen elektronischen Bauelemente 9, 13 vom Leiterplattentrager
17 umschlossen werden. Hierzu wird der Leiterplattentriger 17 auf der Seite auf die leitfd-

hige Folie 1 auflaminiert, auf der auch die elektronischen Bauelemente 9 angebracht sind.

Im Allgemeinen wird hierzu bei Bauelementen 9, 13, deren Bauteildicke groBer als 0,1 mm
ist, zundchst ein glasfaserverstirktes und an den Stellen der Bauelemente 9, 13 vorgebohr-
tes, ausgehirtetes Leiterplattenmaterial auf die Folie aufgelegt. Hierauf wird ein Prepreg
und gegebenenfalls ein weiteres ausgehirtetes Leiterplattenmaterial aufgelegt. Dieser Stapel
wird dann in einem Laminierprozess verpresst. Das ausgehirtete Leiterplattenmaterial ist
iiblicherweise ein glasfaserverstiarktes Epoxidharz. Es ist jedoch auch jedes andere geeigne-
te, dem Fachmann bekannte Material einsetzbar. Als Prepreg wird im Allgemeinen ebenfalls
ein Epoxidharz eingesetzt. Dieses ist jedoch noch nicht vollstdndig ausgehértet. Durch Auf-
bringen von Druck und einer erhéhten Temperatur hértet das Prepreg vollstindig aus, wo-
durch sich dieses mit dem ausgehirteten Leiterplattenmaterial verbindet. Der Verbund aus

Prepreg und ausgehirtetem Leiterplattenmaterial bildet den Leiterplattentriger 17.

Nach dem Auflaminieren der leitfahigen Folie 1 mit den elektronischen Bauelementen 9, 13
bzw. mit den gegebenenfalls von der Polymermasse 15 umschlossenen elektronischen Bau-
elementen 9, 13 auf den Leiterplattentrager 17 werden an den Anschlussstellen der weiteren
elektronischen Bauelemente 13, die keine Kontaktpunkte 11 aufweisen, Locher 19 in die
leitfahige Folie 1, umfassend die leitfdhige Schicht 3 und die isolierende Schicht 5, einge-
bracht. Die richtige Positionierung der Locher 19 kann durch die anfangs eingebrachten
Justagemarken 7 ermittelt werden. Hierdurch ist es moglich, genau an den Positionen, an
denen sich die elektrischen Anschliisse der weiteren elektronischen Bauelemente 13 befin-
den, die Locher 19 zu erzeugen. Die elektronischen Bauelemente 9, die Kontaktpunkte 11
aufweisen, werden mit ihren Kontaktpunkten 11 an der leitfdhigen Schicht 3 der leitfahigen
Folie 1 kontaktiert.
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Ublicherweise werden gleichzeitig mit dem Einbringen der Locher 19 zur Kontaktierung der
weiteren elektronischen Bauelemente 13 mit der leitfdhigen Schicht 3 oder direkt im An-
schluss daran Kiihlkanile 21, wie sie in der Figur 5 dargestellt sind, in den Leiterplattentri-
ger 17 gebohrt. Hierzu wird zum Beispiel ein Laserbohrverfahren eingesetzt. Wenn auch die
Locher 19 durch ein Laserbohrverfahren erzeugt werden, wird fiir die Kiihlkandle 21 vor-
zugsweise ein zweiter Laser eingesetzt. Es konnen aber auch alle Locher 19 und Kiihlkanéle
21 mit dem gleichen Laser gebohrt werden.

Durch Metallisierung werden die weiteren elektronischen Bauelemente 13 mit der leitféhi-
gen Schicht 3 elektrisch kontaktiert. Dies ist in Figur 4 dargestellt. Zur Metallisierung wird
durch dem Fachmann bekannte Verfahren, zum Beispiel durch stromlose Metallabschei-
dung, Metall 23 in den Lochern 19 abgeschieden. Dieses Metall verbindet die Anschliisse
der weiteren elektronischen Bauelemente 13 mit der leitfahigen Schicht 3. Ein elektroni-
scher Kontakt wurde hergestellt. Ublicherweise ist das Metall 23, das zur Metallisierung
eingesetzt wird, Kupfer. Fiir die Metallisierung wird im Allgemeinen zunéchst stromlos eine
Startmetallisierung aus Palladium abgeschieden. Daran anschlie3end erfolgt eine galvanische
Kupferabscheidung. Das Metall 23 kann die Form einer Hiilse einnehmen oder die Locher
19 vollstindig fiillen.

Nach dem FEinbringen der Locher 19 fir die Kontaktierung der weiteren elektronischen
Bauelemente 13 in die leitfahige Folie 1 und der Metallisierung der Locher 19 wird die leit-
fahige Schicht 3, wie in Figur 4 dargestellt, strukturiert. Das Strukturieren erfolgt dabei
durch ein beliebiges, dem Fachmann bekanntes Verfahren. Geeignete Verfahren sind zum
Beispiel Atzverfahren, Photoresistverfahren, Laserbohrverfahren oder Laserablationsverfah-

ren.

Durch die Strukturierung der leitfdhigen Schicht werden die fiir die Leiterplatte notwendi-
gen Leiterbahnstrukturen 25 erzeugt.

Durch das Einbetten der elektronischen Bauelemente 9, 13 in den Leiterplattentriager 17
wird eine ebene Oberfliche erzielt. Hierdurch ist eine einfache Verarbeitung der Oberfliche
moglich. Selbstverstiandlich ist es jedoch auch méglich, zuerst die Leiterbahnstruktur 25 aus
der leitfahigen Folie 1 auszuarbeiten und daran anschlieBend die Locher in die leitfdhige

Folie 1 einzubringen und zu metallisieren.

In Figur 5 ist eine elektronische Baugruppe 27 dargestellt. Die elektronische Baugruppe 27
umfasst zwei Leiterplatten 29. Auf die Leiterbahnstruktur 25 ist ein Dielektrikum 31 aufge-
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bracht, um eine weitere Leiterbahnstruktur 33 aufzubringen. Als Dielektrikum 31 eignen
sich zum Beispiel Epoxidharze oder FR4-Materialien, die aus der Leiterplattentechnik be-
kannt sind. Das Aufbringen des Dielektrikums 31 erfolgt mit den iiblichen, dem Fachmann
bekannten Verfahren. So ist es zum Beispiel moglich, das Dielektrikum 31 durch Rakeln,
Streichen, Drucken, Auflaminieren, Vorhangguss, Filmcoating, Spray-Coating oder &hnliche
Verfahren aufzubringen.

Auf das Dielektrikum 31 wird eine weitere Leiterbahnstruktur 33 aufgebracht. Hierzu ist es
moglich, zunichst vollflachig eine leitfahige Schicht aufzutragen, die anschlieend struktu-

riert wird.

Bevorzugt ist es auch moglich, auf die erste Leiterbahnstruktur 25 eine weitere leitfahige
Folie aufzutragen und aus der leitfahigen Schicht der zweiten leitfahigen Folie die Leiter-
bahnstruktur 33 zu strukturieren. Dies erfolgt dann vorzugsweise nach dem gleichen Ver-
fahren wie die Strukturierung der leitfdhigen Schicht 3 zur Leiterbahnstruktur 25. Nach dem
Herstellen der Leiterbahnstruktur 33 kénnen Locher 35 in das Dielektrikum 31 eingebracht
werden, durch die mittels Metallisierung eine Kontaktierung der Leiterbahnstruktur 25 mit

der weiteren Leiterbahnstruktur 33 erfolgt.

Besonders bevorzugt werden zur Herstellung mehrerer leitfahiger, zu Leiterbahnen struktu-
rierter Schichten zunéchst das Dielektrikum 31 und anschliefend eine leitfahige Folie aufla-
miniert. Nach dem Auflaminieren des Dielektrikums 31 und der leitfdhigen Folie werden
zunédchst Locher eingebracht, die anschlieBend metallisiert werden, um die leitfahige Folie
mit darunterliegenden Schichten elektrisch zu verbinden. Daran anschlieend wird aus der
leitfahigen Folie die weitere Leiterbahnstruktur 33 herausgearbeitet.

Um Wirme von den elektronischen Bauelementen 9, 13 abzufiihren, ist es moglich, an der
den Leiterbahnstrukturen 25, 33 abgewandten Seite der elektronischen Bauelemente 9, 13
Kiihlkanidle 21 in den Leiterplattentriger 17 einzubringen. Die Kiihlkandle 21 kénnen mit
einem Kihlkoérper 37 verbunden werden. In der in Figur 5 dargestellten Ausfihrungsform
ist der Kiihlkérper 37 ein Metallkern. Uber den Kiihlkérper 37 und die Kiihlkanile 21 wird
Wirme von den elektronischen Bauelementen 9, 13 abgefiihrt. Das Anbinden der Kiihlkana-
le 21 an den Kiihlkorper 37 erfolgt im Allgemeinen iiber eine Riickseitenmetallisierung oder
alternative Anbindungen, bei der die Innenwénde der Kiihlkanéle 21 mit einer Metallschicht
versechen werden. Es ist aber auch moéglich, die Kiihlkanéle 21 vollstindig mit einem Metall
zu fullen.
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Weiterhin ist es auch mdglich, zwischen dem als Metallkern ausgebildeten Kiihlkérper 37

und dem elektronischen Bauelement 9, 13 Kiihlelemente vorzusehen. Auch ist es moglich,

den Metallkern so zu gestalten, dass dieser die elektronischen Bauelemente 9, 13 direkt

kontaktiert.

Die Verbindung der Leiterplatten 29 erfolgt vorzugsweise ebenfalls mittels eines Laminier-

prozesses, wie dies bei Leiterplattenherstellungsprozessen tiblich ist.

Mit einer Bohrung 39, die durch beide Leiterplatten 29 hindurchfiihrt, 1dsst sich die Leiter-
bahnstruktur 25 der einen Leiterplatte 29 mit der Leiterbahnstruktur 33 der zweiten Leiter-
platte 29 verbinden. Der elektrische Kontakt erfolgt zum Beispiel durch eine Metallisierung
der Wandung der Bohrung 39. Mittels einer Bohrung 41, die auf dem als Metallkern ausge-
bildeten Kiihlkérper 37 endet, kann die Leiterbahnstruktur 25, 33 mit dem Metallkern elekt-
risch kontaktiert werden. Hierdurch lasst sich zum Beispiel ein Massekontakt realisieren.
Auch bei der Bohrung 41 erfolgt der elektrische Kontakt vorzugsweise mittels einer Metal-
lisierung. Die Metallisierung der Bohrungen 39, 41 wird zum Beispiel durch stromlose oder
galvanische Metallabscheidung erzeugt. Alternativ ist es aber zum Beispiel auch moéglich,
einen Draht durch die Bohrungen 39, 41 zu fiihren.

In den Figuren 6 bis 10 ist ein alternatives Verfahren zur Herstellung einer elektronischen
Baugruppe 27 dargestellt. Das in den Figuren 6 bis 10 dargestellte Verfahren unterscheidet
sich darin von dem in den Figuren 1 bis 5 dargestellten Verfahren, dass die leitfahige Folie 1
nur eine leitfahige Schicht 3 und keine isolierende Schicht 5 aufweist. In die leitféhige Folie
1 werden die Justagemarken 7 eingebracht. Zur Befestigung von elektronischen Bauelemen-
ten 9 wird auf die leitfahige Folie 1 Klebstoff 43 aufgetragen. Das Auftragen des Klebstoffs
43 kann flichig oder bevorzugt in Form von Klebepunkten, wie dies in Figur 6 dargestellt

ist, erfolgen.

Auf die Klebepunkte 43 werden die elektronischen Bauelemente 9, die mit Kontaktpunkten
11 versehen sind, aufgesetzt. Durch die Kontaktpunkte 11 wird der Abstand der elektroni-
schen Bauelemente 9 zur leitfahigen Folie 1 festgelegt. Der Klebstoff 43 fiillt den Zwischen-
raum zwischen dem elektronischen Bauelement 9 und der leitfahigen Folie 1 aus und bildet
ein Dielektrikum, so dass die elektronischen Bauelemente 9 nicht mit ihrer aktiven Seite

direkt auf der leitfahigen Folie 1 aufliegen. Dies ist in Figur 7 dargestellt.

Um cine Kapselung von empfindlichen elektronischen Bauelementen 9 zu erzielen, ist es
moglich, diese mit der Polymermasse 15 zu umschlielen. Dies ist in Figur 8 dargestellt. Die

Polymermasse 15 ist zum Beispiel eine Epoxid-Niederdruckpressmasse. In die Polymermas-
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se 15 konnen, wenn erforderlich, zum Beispiel Platzhalter fir dickere Dielektrika, die zum
Beispiel fiir Antennen oder Kiihlkérper verwendet werden, umspritzt werden. Das Umbhiil-
len mit der Polymermasse 15 erfolgt zum Beispiel mittels eines Spritzpressverfahrens. Die
Platzhalter kdnnen zum Beispiel als Vertiefung oder Wannen ausgeformt sein. Neben dem
Spritzpressverfahren ist jedoch auch jedes andere, dem Fachmann bekannte Verfahren ein-
setzbar, mit dem sich die elektronischen Bauelemente 9 mit der Polymermasse 15 umman-
teln lassen. Zusitzlich hat die Ummantelung mit der Polymermasse 15 den Vorteil, dass ein
Hoéhenausgleich bei Bauelementen 9 mit unterschiedlicher Dicke méglich ist. Dies ist vor-
teilhaft fiir den nachfolgenden Laminierprozess. Bauteile kénnen zudem auf abziehbare Fo-
lien vorverkapselt werden und nach dem Abzichen der Folie mit Klebstoff 43 auf die Folie 1

montiert werden.

Wie auch bei der in den Figuren 1 bis 5 dargestellten Ausfithrungsform wird nach dem Auf-
kleben der elektronischen Bauelemente 9 und gegebenenfalls dem Umkapseln mit der Poly-
mermasse 15 aus der leitfahigen Folie 1 die Leiterbahnstruktur 25 gebildet. Wenn alle elekt-
ronischen Bauelemente 9, wie dies in den Figuren 6 bis 10 dargestellt ist, mittels Kontakt-
punkten 11 ausgestattet sind und iiber die Kontaktpunkte 11 mit der leitfdhigen Folie 1 ver-
bunden sind, ist es nicht erforderlich, zur elektrischen Kontaktierung Lécher 19 zu bilden,
dic anschlieBend metallisiert werden, um einen elektrischen Kontakt herzustellen. Wenn
jedoch mit dem Klebstoff 43 weitere elektronische Bauelemente 13 aufgeklebt werden, die
keine Kontaktpunkte 11 aufweisen, so werden durch die leitfahige Folie 1 und den Klebstoff
43 Locher 19 eingebracht, die anschlieBend metallisiert werden, um das weitere elektroni-
sche Bauelement 9, 13 mit der leitfahigen Folie 1 zu kontaktieren. In diesem Fall erfolgt die
Strukturierung der leitfahigen Folie 1 zur Leiterbahnstruktur 25 erst nach dem Einbringen
der Locher 19.

Vor dem Strukturieren der leitfahigen Folie 1 zur Leiterbahnstruktur 25 wird auch bei der in
den Figuren 6 bis 10 dargestellten Ausfiihrungsform zunéchst der Leiterplattentrager 17,

wie vorstehend bereits beschrieben, auf die leitfahige Folie 1 auflaminiert.

In Figur 10 ist eine elektronische Baugruppe 27 dargestellt, bei der zwei Leiterplatten 29
miteinander verbunden sind. Der Aufbau entspricht dem in Figur 5 dargestellten Aufbau der
elektronischen Baugruppe 27. Die in Figur 10 dargestellte elektronische Baugruppe 27 un-
terscheidet sich von der in Figur 5 dargestellten Ausfihrungsform dadurch, dass keine
durchgehende isolierende Schicht 5 zwischen dem Leiterplattentridger 17 und der Leiter-
bahnstruktur 25 ausgebildet ist. Als Dielektrikum zwischen der Leiterbahnstruktur 25 und
dem elektronischen Bauelement 9 dient der Klebstoff 43, mit dem die elektronischen Bau-
clemente 9 auf die Leiterbahnstruktur 25 aufgeklebt sind. In Bereichen, in denen sich kein
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elektronisches Bauelement 9 befindet, ist die Leiterbahnstruktur 25 direkt auf dem Leiter-

plattentriger 17 aufgebracht.
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Anspriiche

Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Baugruppe (27), umfassend eine Leiter-
platte mit mindestens einem elektronischen Bauelement (9, 13), welches folgende

Schritte umfasst:

(a) Befestigen von mindestens einem elektronischen Bauelement (9) mit Kontaktie-
rungspunkten (11) auf einer leitfahigen Folie (1), wobei die aktive Seite des
mindestens einen elektronischen Bauelements in Richtung der leitfahigen Folie
(1) weist und die Kontaktierungspunkte (11) an Kontaktierungsstellen auf der

aktiven Seite des elektronischen Bauelements (9)angeordnet sind,

(b) Auflaminieren der leitfahigen Folie (1)mit dem mindestens einen daran befestig-
ten elektronischen Bauelement (9, 13) auf einen Leiterplattentriager (17), wobei
das mindestens eine elektronische Bauelement (9, 13) in Richtung des Leiter-

plattentriagers (17) weist,

() Ausbilden einer Leiterbahnstruktur (25) durch Strukturieren der leitfdhigen Fo-
lie (1).

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die leitfdhige Folie (1) eine
isolierende Schicht (5) aufweist und das mindestens eine Bauelement (9) auf der isolie-
renden Schicht (5) befestigt wird, wobei die Kontaktierungspunkte (11) die isolierende
Schicht (5) durchbrechen und das Bauelement (9) mit der leitfahigen Folie (1) kontak-

tieren.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zum Befestigen des mindes-
tens einen elektronischen Bauelements (9) Klebstoff (43) auf die leitfahige Folie (1)
aufgetragen wird, wobei der Klebstoff (43) als Dielektrikum zwischen der leitfahigen
Folie (1) und dem mindestens einen elektronischen Bauelement (9) wirkt und die Kon-

taktierungspunkte (11) das Bauelement (9) mit der leitfahigen Folie (1) kontaktieren.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein weiteres elektronisches Bauelement (13) ohne Kontaktierungspunkte auf einer iso-
lierenden Schicht (5) oder einer Klebstoffschicht (43) auf der leitfahigen Folie (1) befes-
tigt wird.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine elektronische Bauelement (9, 13) nach dem Befestigen auf der leitfahigen

Folie (1) von einer Polymermasse (15) umschlossen wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem
Befestigen des mindestens einen elektronischen Bauelements (9, 13) auf der leitfahigen

Folie (1) in Schritt (a) Justagemarken (7) in die leitfahige Folie (1) eingebracht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in die leit-
fahige Folie (1) an den Positionen, an denen das mindestens eine weitere elektronische
Bauelement (13) mit der leitfahigen Folie (1) elektrisch kontaktiert werden soll, Locher
(19) eingebracht werden.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Locher (19) zur Kontak-
tierung der leitfahigen Folie (1) mit dem mindestens einen weiteren elektronischen Bau-

element (13) metallisiert werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass auf die in
Schritt (c) strukturierte leitfahige Folie (1) weitere Lagen, die Leiterbahnstrukturen
(33) enthalten, aufgebracht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine elektronische Bauelement (9, 13) vor dem Auflaminieren in Schritt (b) auf
der von der leitfdhigen Folie (1) wegweisenden Seite mit einem Kiihlk6érper (37) kon-
taktiert wird, so dass der Kiihlkérper (37) nach dem Auflaminieren auf den Leiterplat-
tentrdager (17) ebenfalls in der Leiterplatte (29) integriert ist.

Elektronische Baugruppe, umfassend mindestens ein elektronisches Bauelement (9, 13),
welches mit einer Leiterbahnstruktur (25, 33) auf einer Leiterplatte (29) verbunden ist,
wobei das mindestens eine elektronische Bauelement (9, 13) in einem Leiterplattentri-
ger (17) eingebettet ist und die Leiterbahnstruktur (25, 33) an der Oberflache der Lei-
terplatte (29) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, das die Kontaktierung des Bau-
elements (9) mit der Leiterbahnstruktur (25) durch am Bauelement (9) angebrachte
Kontaktierungspunkte (11) erfolgt.

Elektronische Baugruppe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontak-
tierungspunkte (11) Lotbumps oder Studbumps sind.
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13. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Leiterbahnstruktur (25, 33) in mehreren Lagen ausgebildet ist.
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